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ERRATA N° 01 AO EDITAL N° 33/2026

Programa de Mobilidade Estudantil Internacional — IFSP

O Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Sao Paulo (IFSP), por meio da Coordenacdo de Relagdes
Internacionais (ARINTER), torna publica a presente ERRATA ao Edital n® 33/2026, referente ao Programa de
Mobilidade Estudantil Internacional, conforme as alteragdes a seguir.

1. Inclusao de instituicao de destino
ONDE SE LE:

A relagdo de institui¢des de destino contempla universidades localizadas em Portugal, México, Chile e Espanha.
LEIA-SE:

A relagdo de institui¢des de destino contempla universidades localizadas em Portugal, México, Chile e Espanha, bem
como passa a incluir a Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), localizada em Lima, Peru.

A mobilidade para a Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) passa a estar disponivel para estudantes regularmente
matriculados nos seguintes cursos do IFSP:

Arquitetura e Urbanismo
Engenharia da Computag@o
Engenharia da Produgao
Engenharia de Software
Engenharia Eletronica
Engenharia Elétrica

Engenharia Mecanica
Engenharia Mecanica Industrial
Tecnologia em Sistemas Elétricos

2. Inclusio de cursos elegiveis para o Instituto Politécnico do Porto (IPP)
ONDE SE LE:

O Instituto Politécnico do Porto (IPP) figura como institui¢ao de destino no edital.
LEIA-SE:

O Instituto Politécnico do Porto (IPP), em Portugal, figura como instituicdo de destino para mobilidade académica, sendo
elegiveis para candidatura os estudantes regularmente matriculados nos seguintes cursos do IFSP:

Bacharelado em A dministragdo
Bacharelado em Sistemas de Informagao (BSI)
Ciéncia da Computacéo

Engenharia Civil

Engenharia da Computagio
Engenharia de Controle e Automagao
Engenharia de Energias Renovaveis
Engenharia de Produgdo

Engenharia de Software

Engenharia Eletronica

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecanica

Gestao da Produgdo Industrial
Mecatronica Industrial

COMUNICADO N.°1/2026 - IFSP / pg. 1



® Sistemas de Informagao
® Sistemas para Internet
® Tecnologia em Sistemas Elétricos

3. Correcao de informacao referente ao Campus Guarulhos
ONDE SE LE:

Ciéncia da Computagdo — Campus Guarulhos
LEIA-SE:

Engenharia da Computagdo — Campus Guarulhos

4. Disposicdes finais
Permanecem inalteradas as demais disposigdes constantes no Edital n® 33/2026 do Programa de Mobilidade Estudantil
Internacional.

Sao Paulo, 13 de margo de 2026.

Silmario Batista dos Santos
Reitor

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sao Paulo — [FSP
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